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PN - DE1 9502044 A 19960718 
PD - 1996-07-18 
PR - DE1 9961 002044 19950112 
OPD - 1995-01-12 

Tl - Manufacturing multiple layer two-dimensional and 
three=dimensional circuit boards 

AB - In the manufacturing process for making conductive connections or 
tracks, fluid metal and fluid plastic is sprayed onto a substrate and 
sticks to it. The spray nozzle and the substrate are moved relative 
to each other, as required The beam of metalis preferably 
homogeneous and is incident on the substrate without mixing with 
the surrounding gases. Preferably, the metal is sprayed on a 
material with a lower or equal melting point. Alternatively, it may be 
sprayed on a material with a higher melting point. The metal is 
preferably sprayed in an inert gas atmosphere. Using this method, 
several conductive tracks may be formed. Individual planes are 
connected by spraying over and, if desired, using additional heat 
sources. 

IN - ICKERT LARS (DE) 
PA - ICKERT LARS (DE) 
EC - H05K3/14 ; H05K3/10C 
IC - H05K3/14 ; H05K3/46 

OWR/DERWENT 

- ' • ■ - • ■ - 

Tl - Manufacturing multiple layer two=dimensional and 

three=dimensibnal circuit boards - by spraying fluid metal and 
plastic on substrate with spray nozzle and substrate movable 
relative to each other 

PR - DE1 9951 002044 19950112 

PN - DE1 9502044 A1 19960718 DW1 99634 H05K3/1 4 003pp 
PA - (ICKE-I) ICKERT L 
IC - H05K3/14 ;H05K3/46 
IN - ICKERT L 

AB - DE1 9502044 In the manufacturing process for making conductive 
connections or tracks, fluid metal and fluid plastic is sprayed onto a 
substrate and sticks to it. The spray nozzle and the substrate are 
moved relative to each other, as required. The beam of metal is 
preferably homogeneous and is incident on the substrate without 
mixing with the surrounding gases. 

- Preferably, the metal is sprayed on a material with a lower or equal 



melting point. Alternatively, it may be sprayed on a material with a 
higher melting point. The metal is preferably sprayed In an inert gas 
atmosphere. Using this method, several conductive tracks may be 
formed. Individual planes are connected by spraying over and, if 
desired, using additional heat sources. 
- ADVANTAGE - Environmentally friendly method without using 
chemical processes. Max. flexibility and allows direct connection to 
CAD system. Many materials may be used as substrate.(Dwg.1/2) 
OPD - 1995-01-12 

AN - 1996-334702 [34] 
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<S) Fertigungsverfahren zur Herstellung mehrlagiger 2D und 3D Leiterplatten 
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Die Erfindung botrifft ain Verfahren zur Herstellung mehr- 
lagiger 2D (Fig. 1)- und 3D(Rg. 2) -Leitarplatten rnittels 
Urformen. 

Leiterplatten werden bisherfast ausschlieBfich rnittels gaiva- 
ntscher und Atztechntken hergestellt. Elne Ausnahme bildet 
die Multiwire-Technik, bei welch er ain Draht seriell a uf den 
Trager aufgebracht wird und in weitaren Schritten lertende 
Verbindungen zwischen bestimmten Ebenen hergestellt 
werden. 

Bei dem vbrgeschlagenen Verfahren werden Leiter- und 
Isolationawerkstoffa in flQssiger Form (geschmolzen) auf 
einen Trager sufgesprrtzt. En Durchkontaktieren verschiede- 
ner Ebenen in nachfolg and en Prozeliachritten ist nicht. 
erforderlich. Weiterhin kann das vorgeachlagene Fertigungs- 
verfahren zur elektrisch lettenden oder iaolierenden Befeati- 
gung elektronischer Baualemente auf einer Leiterplatte 
verwandet werden. 

Bevorzugte Anwendungsgebiete sind die Muster- und Klein- 
serienfertigung von Leiterplatten, sowie speziell 3D-Laiter- 
platten, welche aus Thermoplasten und ungewohnlichen 
(nicht gaivanisch bearbeitbaren) Werkatoffen herstellber 
sind. 
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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung 
mehriaSer (F.g. 1) und 3D (Fig. 2)- Leiterplatten 
m «2 Urformen d h. Aufsp^en <ier Leiter- und lso • 
rionswerkstoffe sowie zum Befestigen der Bauelemente 
(SekSch Stend oder isolierend) auf einer Leiteplatte. 

Stand der Technik 

Gegenwartig werden einlagige Leiterplatten gr6B- 
temeUs "ubtraktiv durch Atzen hergestellt, wobei auch 
bd Muiern zunachst eine BeUchtungsmaske ersteHt 
warden" muB. Mehrlagige Leiterplatten (Multilayer) 
werdeJ entweder auf ahnlichem V/ege hergestellt und 
mtaels tomplexer Technologien miteinander verbun- 
SSwYe durchkontaktiert oder mittels des Muluwire- 

V rSSa b Hr25h maglich far M^U^ 
leiterplatten zu benutzen und diese nach Bedarf zu kon- 
figurieren. 

Nachteile gangiger Verfahren 
Die Umweltbelastung durch in der Galvanik verwen- 
dete Chemikalien ist hoch. 

Subiaktive und senuaddhive Verfahrer i nutten nur 
einen eeringen Teil des aufgebrachten Werkstoff es. 
D?e ErlXng von Mustern ist aufwendig (Atzmaske 
) und im Bereich der MID so gar fast unmoghch. 
*" Ganiige Verfahren der Musterherstellung suid ent- 
wede? seta- teuer (z. B. Multiwire) oder nut N«^ed« 
Layout verbunden, da z. R U™ w " alle " e # r P la " cn ^ 
Strukturen aufweisen, wodurch evtl. stflrende Ka- 
MStafe^^enmehen. und auch nicht mit dem Layout 
aefserienSBig gefertigten Leiterplatte abereinstim- 

""Die Auswahl der MateriaUen ist durch die Technolo- 
eischen Anforderungen begrenzt. 

Ziel und Auf gabe der Erfindung 1st es, ein Fertigungs- 
veSatrTanz^geben. das die o.g. NgJ^J^S 
oder beseitigt und die konstrukaven Moglichkeiten er 

weitert. 

Vorteile des Vorgeschlagenen Fertigungsverf ahrens 
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Umweltschonende Fertigung von Leiterplatten ohne 
Einsatz Chemischer Prozesse. „ . v , ■„,.. 

AuBerst Flexible Fertigung von Mustern und Kleinse- 

^Geringe Kosten fur die Anschaffung einer entspre- 
chenden universellen Anlage. . • 

Eine direkte Anbindung an ein CAD-System ist ein 

^ifA^ahl an Tragermaterialien ist sehr vielfaltig, 
so daB auch niedrigschmelzende Kunststoffe und Natur- 
stoffe wie z. B selbst Holz als Tragermatenal in Frage 

k °n£ Herstellung von 3D-Leiterplatten (MID) 1st auch 
mi f4"n"d. h. ansonsten for diese Technik nicht gee.g- 
neten SpritzguBteilen moglich. Plv . nen in 

Ein Durchkontaktieren verschiedener Ebenen in 
nachfolgenden ProzeBschritten ist nicht mehr notig. 

Weitere MSglichkeiten 

Wenn es gelingt, Bauteile fest haftend «nh etaem 
hochschmelzenden "Lot" zu verbmden (z. B. Kupferle 
gferS^ird es m6glich Baugruppen herzustellen, wel- 



che eine hohere mechanische StabUitat arisen als 
dies mit Zinnlegierungen mdghch ist Die Tnermiscne 
tlasTung ist dlbei dlnm die lokale Erwlrmung der 

B- e£5J^ als maglich. mittels ^on^hani- 
scher Techniken Spriudflsenanordnungen h*"^ 611 - 
so ist auch ein Einsatz in der Senenf ertigung mOglich. 

Patentansprflche 

1 Fertigungsverf ahren zur Herstellung leitender 
Verbindungen bzw. von Leiterbahnen, dadurch ge- 
te^eichnet, daB flOssiges Metall 
Kunststoff auf einen Tragerk6rper ges prim wird 
und auf diesem haftet. wobei Spntzduse und Tra- 
germaterial zweckentsprechend relativ zueinander 

^Sg^erfahren zur leitenden und/oderiso- 
Herenden Verbindung von Bauteilen auf einera i Tra- 
germatenal, gekennzeichnet dadurch, daB nach An- 
spruch 1 verfahren wird 

3 Fertigungsverf ahren nach Anspruch 1 und 2. da- 
durch gekennzeichnet, daB der Metallstrahl in sich 
homogen ist und ohne eine Durchnuschung mit den 

Umgebungsgasen auf den T J a f erk6r ^ r 1 a ^ h d , . 

4 Fertigungsverf ahren nach Anspruch 1 und 2, da 
durch f ekennzeichnet, daB der Metallstrahl ,n 
Trdpfchenform auf den Tragerkdrper auftrifft 

5 Fertigungsverf ahren nach Anspruch 1 bis 4, da- 
durch gdLnnzeichnet, daB das MMdd .einen 
Werkstoff mit niedrigerem oder gleichem Schmelz- 
punkt aufgespritzt wird. . . 

6 Fertigungsverf ahren nach Anspruch 1 bis 4, da 
durch lekennzeichnet, daB das Metall auf emen 
Werkstoff mit hoherem Schmelzpunkt aufgespritzt 

7 Fertigungsverfahren nach Anspruch I bis 6, da- 
durch gekennzeichnet. daB das Aufspntzer l des 
MetaUs in einer inerten Gasatmosphare stattfindet 

8 Fertigungsverfahren nach Anspruch I bis i 7, , da- 
durch gTennzeichnet, daB mehrere Lei«rbahne- 
benen !uf diese Weise aufgebracht werden, wobei 
die Kontaktierung der einzelnen Ebenen durch 
Oberspritzen und erforderlichenfalls unter Zuhilfe- 
nahme P einer zusatzlichen Warmequelle wie z B . ei- 
nes Laserstrahls erfolgt und erne Isotoon s«h 
kreuzender Leiterbahnen mittels Kunststoff. wel 
cher ebenf alls flflssig aufgebracht wird . erfo Igt. 
9 Fertigungsverfahren nach Anspruch t bis 8, da- 
durcriekennzeichnet. daB der Kun^toffstrahl/ 
Metallstrahl kontinuierlich oder Abschmtweise 
kontinuieriich aufgebracht wird (P^erp^ip). 
10. Fertigungsverfahren nach Anspruch 1 bis 9. da 
durch gekennzeichnet, daB das Material mittels 
mehrerer Spritzdusen aufgebracht wird, die neben- 
Sder angeordnet sind und "^einander m Po- 
sition gebracht oder aktiviert werden (Rasterdruk- 
kerprinzip, z. B. Tintenstrahldrucker). 
11 Fertigungsverfahren nach Anspruch 1 bis 10. 
dadS?ekennzeichnet, daB als «em ; 
schen Leiterbahnebenen erne Isoherfolie aufge 
bracnt wird, welche an den du -Hz«kon«kt,eren 
den Stellen mechanisch mittels i LasersttaW, mittels 
des Metallstrahls oder auf anderem Wege^durch- 
brochen wird oder die schon vor dem Aufbringen 
an den entsprechenden Stellen perfonert wurde. 
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